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Hochste
Qualitdtsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C

Zertifizierung

-

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec’s AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir lhre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Lasermaterialbearbeitung tragt LPKF Laser & Electronics
dazu bei, leistungsfahigere elektronische Systeme zu
schaffen und deren Funktionalitat und Effizienz fiir

ein breites Anwendungsspektrum zu erhghen. Laser-
Nutzentrenn-Systeme von LPKF sind fiir die Anforderungen
von Industrie 4.0 ausgelegt und lassen sich nahtlos in alle
Fertigungsumgebungen sowie Manufacturing Execution
Systeme (MES) integrieren — dank einer neuen, modularen
Automatisierungslosung jetzt noch schneller und effizienter.

Weitere Informationen:
www.Ipkf.com/automatisierung

Forschungsvereinigung
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.

Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de
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DVS - Deutscher Verband
flr SchweiBen und

Y& ..., verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de
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